Neue Basismaterialen fiir die Fertigung von Leiterplatten

Aus verschiedenen Griinden werden neuerdings bei den Leiterplattenherstellern die
Basismaterialen zur Herstellung der Leiterplatten ersetzt.

Die Griinde kdnnen z.B. die schlechte Materialbeschaffbarkeit sein,
die Verteuerung der Materialen oder auch der Wechsel des Herstellers.

 rvrryes Dieser Umstand wird nicht unbedingt dem Kunden mitgeteilt.
! - g Hieraus kénnen sich aber gravierende Anderungen an den elektrischen
E Eigenschaften der Leiterplatte ergeben und somit die Funktion der

Baugruppe beeinflussen.

Die neuen Basismaterialen konnen sich in der Zusammensetzung der eingesetzten Materialen und in
der Materialstarke von den bisherigen Basismaterialen unterscheiden.

Die daraus resultierenden neuen Eigenschaften kénnen einen Einfluss z.B. auf die
Spannungsfestigkeit zwischen den Lagen, die dielektrischen Eigenschaften (die fiur die Impedanz und
Signallaufzeiten wichtigen Parameter) sowie auch die mechanischen und thermischen Eigenschaften
(z.B. wichtig fiir den Lotvorgang) beeinflussen.

Beispiel eines Lagenaufbaus:

X1 TXT

GTL Kupferfolie Qum+25um

2x Prepreg 0.050mm

G1 Kupferfolie 9um+25um

2x Prepreg 0.050mm

G2,GP1 Kern0.1 mm/17uCu

2x Prepreg 0.050mm

GP2,GP3 Kern 0.1 mm/ 17uCu

G3 Kupferfolie 9um+25um

2x Prepreg 0.050mm

k

GBL Kupferfolie 9um+25um

Gerne bieten wir Ihnen entsprechende Dienstleitungen zur Analyse und Dokumentation sowie der
Begutachtung von Lagenaufbauten fiir die Leiterplattenproduktion an.

Ihr Cartronic-Team wiinscht Thnen einen schonen Tag und verbleibt mit freundlichen Griifien
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